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从「芯片荒」到部分芯片产能饱和，时间仅过去了 1 年之久。2022 年多款芯片价格

由高位跌落，多家企业市值蒸发腰斩，在过去的一年时间里，芯片半导体行业有种被拉下神

坛的意味，行业间争议不断。

除部分芯片内部需求过剩之外，相关国外国家政策也在近一步向中国芯片企业施压。

2022 年 10 月 7 日，美国商务部工业和安全局（BIS）修改出口管制条例，近一步限制中

国获得先进计算芯片、开发和维护超级计算机以及制造先进工艺的能力。

在此之前，美国已经对中国芯片半导体企业施加了诸多压力，包括提高关税、禁止部分

企业出口、国外芯片巨头公司禁止向中国市场出口高端芯片等。面对美国「卡脖子」措施的

不断升级，中国芯片发展面临阵痛。

但是另一方面，「国产替代」大方向的坚定，以及中国高端芯片技术、上下游产业技术

的不断突破，都让这个行业本身充满了极高的关注度。

在此情况下，IT 桔子通过数据梳理，为大家展现 2022 年中国芯片半导体行业投融资

市场情况。
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截止到 2022 年 11 月 22 日，中国芯片半导体行业一级市场共计发生 3587 起投融

资事件，融资总规模达 6964.14 亿元（统计不包含 IPO 上市及之后融资、新三板上市及之后融资，

下同）。从融资数量及规模来看，中国芯片半导体行业整体呈波动上升趋势发展：

2010 年及以前，中国芯片半导体行业获投总量为 128 起，融资规模为 37.19 亿元，

数量及规模均较少。该阶段我国芯片半导体行业受限于技术水平，且国内智能化产品少对芯

片的需求也相对较少，产品多依赖进口，因此资本对行业的投资力度小，尚处于初步发展阶

段。

2011-2016 年期间，芯片半导体获投金额每年都在 100 亿以内，发展平缓。在 2017

年，行业获得突飞猛进发展，该年因为紫光集团获得 1500 亿超级大规模融资，拉高了整

体融资额，也给行业带来了极大的关注度。

2018 年之后，受国家政策的支持引导、国家集成电路产业投资基金的建立以及随着智

能制造发展，芯片在各行业的广泛应用，吸引到多方资本入局，资本开始在该行业不断出手

投资，融资数量及规模较之前增长较快。

2019 年行业投融资数量为 348 起，融资规模为 253.85 亿元，融资规模不足上一年

的一半，出现大幅下滑。这一年受中美贸易战等影响，美国对中国部分企业增加关税、禁止

出口，将部分企业拉入黑名单等，致使中国芯片半导体企业发展受到影响，也影响了资本对

该行业的投资。

2020-2022 年，芯片半导体行业投融资总数量为 1994 起，融资规模为 3948.5 亿元，

数量和规模均创新高。这一时期虽然中国芯片半导体企业受到美国政府的压制、打压，但在

国家政策的大力支持，以及「缺芯荒」造成的供不用求局面，「国产替代」成为行业的发展

主题，资本大力投资中国芯片企业。2021 年中国芯片半导体融资事件达超 800 起创下历
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史记录，进入到 2022 年截至到 11 月 22 日，行业融资事件为 675 起，融资规模达

1116 亿元。

从中国芯片半导体行业单笔事件融资平均金额来看，2013 年及以前行业单笔平均融资

金额较少，未超过 4000 万元，2014 年之后单笔平均融资金额开始迈向亿元级别，且在

2017 年创下至今最高历史记录。2017 年单笔平均融资达到 8 亿元，与行业超大额融资

有关——2017 年 3 月紫光集团获得国家开发银行、华芯投资的 1500 亿元的融资支持，拉

高了整个行业的平均融资水平。2020 年之后，随资本在该行业的投资力度不断加大，行业

亿元级别融资越来越多，行业单笔平均融资维持在 1.5 亿元-3 亿元之间。
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从中国芯片半导体行业历年投融资事件轮次分布来看，行业投资集中在成长型企业。早

期投资（Pre-A 轮、天使轮、种子轮融资）数量在 2015 年之后占比不断下降，从高峰时

期的超 30% 占比跌至 2020 年的 12% 占比，占比大幅下降，到 2022 年早期投资占比

为 13%。而资本对成长型企业投资（A 轮、B 轮、B+轮融资）历年一直占据较大份额，在

一定程度上或许与国家集成电路产业投资基金有关。

2014 年国家集成电路产业投资基金成立，代表了国家对产业的扶持。不管是一期基金

还是二期基金，投资的企业均聚焦在市场上更具规模的企业，以通过投资带动企业技术突破，

从而突破中国芯片半导体部分领域从无到有的发展。国家集成电路产业投资基金的投资，使

得相关投资机构也关注市场具有一定规模的成长型企业，因此行业内的投资主要集中在成长

型企业上。

在投融资事件地区分布上，排名前 10 名的地区分别为：江苏（748 起）、广东（720

起）、上海（714 起）、北京（411 起）、浙江（304 起）、安徽（121 起）、湖北（91

起）、四川（90 起）、陕西（79 起）、福建（66 起），这十大地区占据中国芯片半导体
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投融资总事件的 94%。

江苏省以 748 起投融资事件在全国地区中排名第一，能坐上这个座位，江苏省政府在

该产业上做出了诸多努力。早在 2015 年江苏省政府便发布了《关于加快全省集成电路产

业发展的意见》，该文件中提出通过财政、税收等扶持，加强人才培育和引进等手段，大力

发展集成电路产业。在此之后，江苏各地引进集成电路创新企业落地，吸引大量人才创业，

以苏州、南京、无锡等代表的城市现如今也逐渐成长为集成电路集聚地。此外，以元禾控股、

苏高投等为代表的一批江苏地方国资机构也在大力扶持本土企业成长，使得江苏成为芯片半

导体行业「最吸金」的投资热地。

根据 IT 桔子数据，中国芯片半导体行业投资事件币种分布中，人民币投资占绝对性主

导地位，事件占比高达 95.75%；美元投融资事件数量为 167 起，占比将近 4%；其余港

元、欧元等融资事件较少，占比不足 1%。

尽管外币投融资事件数量较少，不过从历年投融资事件来看，以美元为代表的币种投资

事件数量不断增加，从 2015 之前的一年不足 10 起事件，到 2015 年-2020 年的超 10

起事件，再到如今的超 20 起事件，中国芯片半导体吸引了一批如英飞尼迪、高通、软银
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等外资的投资。

中国芯片半导体行业的发展，离不开资本对该行业的扶持投资。IT 桔子数据显示，截

止到 11 月 22 日，元禾控股、中芯聚源、深创投、毅达资本、华登国际、同创伟业成为 2022

年中国芯片半导体行业最活跃的投资方 TOP5。而在这些活跃投资方玩家中，不同机构类型

分别代表了当前入局中国芯片半导体行业的投资势力：以小米集团为代表的投资为互联网公

司投资势力；以红杉资本中国为代表的投资为市场风投机构投资势力；以元禾控股为代表的

投资为国资机构投资势力。

值得注意的是，2022 年芯片半导体活跃投资方玩家中，国资背景投资机构有 5 家，

投资次数超 10 起，分别为元禾控股、深创投、金浦投资、超越摩尔基金、中科创星。这 5

家国资分别为不同地方的国资机构，元禾控股为江苏国资、深创投为广东国资、金浦投资和

超越摩尔基金为上海国资、中科创星为陕西国资。
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根据不同企业生产产品类型，芯片半导体产业链大体可分为上中下游：上游包括半导体

材料、半导体设备；中游为芯片设计、晶圆制造、封装测试；下游为具体的生产产品，包括

芯片、传感器、分立器件、光电子和其他集成电路。

（注：因同一企业可能包含多个方向业务，因此在统计的时候该企业会出现在多个领域赛道的投融资

中，例如集成电路公司「奕斯伟」业务涉及硅材料、先进封测领域，因此在该公司的分类统计中，半导体

材料和封装测试均会出现该公司的融资史。）

从细分赛道投融资情况来看，上游投资中半导体材料和设备在投资数量相差不大，但投

资金额集中在半导体材料领域上，主要在于半导体材料领域高端产品技术壁垒高，更为「烧

钱」，因此资本投资的力度对相对大一些。而在半导体材料领域中，硅/硅片生产材料企业

获投事件数量最多。

在中游投资领域中，芯片设计企业无论是投资事件数量还是金额均远远超过晶圆制造和

封装测试企业；在下游投资领域中，芯片在传感器、分立器件等产品中仍旧占据最大份额，
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中下游的投资情况与国内市场环境有较大关系。此前受美国对中国企业的制裁，导致国内市

场芯片短缺，因此众多资本将投资重点方放在芯片这一领域上。此外，不管是传感器还是半

导体器件，众多集成电路产品也是由芯片所组成，因此处于需求一方的芯片成为投资人关注

的重点。从获投芯片企业类型来看，汽车类芯片、消费电子类芯片企业获投数量最多。

2022 年中国芯片半导体各细分领域大额融资事件

领域 细分赛道 公司 成立时间 简介 融资时间 融资轮次 融资金额 投资方

上游

半导体材料

英诺赛科 2015-12

半导体硅

基氮化镓

外延及器

件研发与

制造商

2022-02 D 轮 30 亿元

赛富高鹏,招证投资,钛信资

本,毅达资本,海通创新资本,

中比基金

先导薄膜 2017-7

溅射靶材

和蒸发材

料服务商

2022-09 B 轮 45 亿元

中建材新材料基金,中国中

化高新产业基金,中船集团

海洋基金,SK 中国,东方三

峡,信达鲲鹏,Morgan

Stanley 摩根士丹利,盈科资

本,招商致远资本,中电基金,

五矿投资,格力电器,华发集

团,中金资本,国投创合,海尔

资本,大湾区共同家园发展

基金,兴业银行

半导体设备 悦芯科技 2017-02

半导体测

试设备研

发商

2022-06 战略投资 5亿元

清石资本,弘鼎创投,海恒集

团,君联资本,十月资产,长江

国弘,高捷资本,国投创业,同

创伟业,华芯投资,超越摩尔

基金,汇川技术

中游

芯片设计
黑芝麻智

能
2017-1

车规级自

动驾驶计

算芯片和

平台研发

企业

2022-08 C+轮 数亿美元

北拓一诺资本,之路资本,扬

子江基金,汉能投资,广发信

德,武岳峰资本,新鼎资本,兴

业银行

封装测试
上达半导

体
2017-06

半导体材

料及元器

件封装测

试服务商

2022-09 A+轮 7亿元

屹唐长厚基金,晟松资本,徐

州博硕,广州新兴基金,广东

粤澳半导体,金石制造业转

型升级新材料基金,德宁资

本,前海长城基金



2022 年中国芯片半导体投融资分析报告

10

下游

芯片
粤芯半导

体
2017-12

芯片生产

商
2022-06 战略投资 45亿元

盛誉工控基金,科学城集团,

粤财控股,广汽集团,越秀产

业基金,盈科资本,招银国际,

华登国际,广发证券,兰璞创

投,惠友资本,新鼎资本,吉富

创投,北汽产投

传感器 士兰集科 2018-02

MEMS 传

感器研发

商

2022-02 战略投资 8.85亿元
国家集成电路产业投资基

金,士兰微电子

光电子 奇芯光电 2014-02

光子集成

电路系统

及器件制

造商

2022-08 Pre-IPO 3.5 亿元 投控东海

分立器件
锐骏半导

体
2009-07

半导体及

电子产品

研发生产

商

2022-03 C 轮 数亿元
中信证券,超越摩尔基金,同

创伟业,前海母基金

截止日期：2022 年 11 月 22 日 数据来源：IT 桔子 © itjuzi.com

2022 年 9 月，溅射靶材和蒸发材料服务商先导薄膜获得中金资本管理部旗下基金领

投、中建材新材料基金、中电基金、中国中化高新产业基金、中船集团海洋基金等参与投资

的 45 亿元融资，创下稀散金属材料领域的融资纪录。据悉，先导薄膜是国内唯一一家进

入到磁存储靶材领域的企业，先后承担了国家重点研发计划、「863 计划」、「工业强基」

等多个重点科技项目。

此外，汽车芯片研发商粤芯半导体同样获得 45 亿元融资。2022 年 6 月获得由由粤

财控股管理的广东省半导体及集成电路产业投资基金和广汽集团旗下广汽资本联合领投的

45 亿元融资，本轮投资方还包括上汽、北汽等车企旗下产业资本、华登国际、广发证券、

越秀产业基金、盈科资本、招银国际等十几家资本投资。据悉，粤芯半导体是粤港澳大湾区

目前唯一进入全面量产的 12 英寸芯片制造企业，在获得 45 亿融资之后，粤芯半导体将
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继续聚焦 12 英寸模拟特色工艺，专注于工业级、车规级中高端模拟芯片市场。

2022 年中国芯片半导体行业新晋独角兽

公司名称 成立时间 简介 上榜时间 背后代表投资方 最新估值

德尔科技 2014-6

含氟电子气体

及全系列含氟

新材料开发商

2022-09-16
国家电网,国家科技成果转化引导基金,红杉资本

中国,深创投,达晨财智,同创伟业,华润资本
26.92亿美元

丽豪半导体 2021-4
半导体材料研

发商
2022-09-27 IDG 资本,长江证券云晖资本,正泰集团,晶盛机电 16.92亿美元

沐曦 2020-9
高性能 GPU芯

片研发商
2022-07-05

红杉资本中国,经纬创投,真格基金,联想创投,上海

科创投集团,前海母基金,中国互联网投资基金
15.38亿美元

芯驰科技 2018-6

智能汽车核心

处理器芯片服

务商

2022-11-28

经纬创投,华登国际,联想创投,宁德时代,上海科创

投集团,中信证券,国中创投-国家中小企业发展基

金

15.38亿美元

云豹智能 2020-8

云计算和数据

中心数据处理

器芯片服务商

2022-06-23
红杉资本中国,深创投,腾讯投资,淡马锡

Temasek,五源资本,中芯聚源
13.85亿美元

鑫芯半导体 2017-9

集成电路硅材

料及配套设备

产研商

2022-07-07 TCL 创投,瑞芯资本,上海宝鼎,湖南华菱,宁波中超 11.93亿美元

航顺芯片 2013-8
物联网集成芯

片研发商
2022-06-30 顺为资本,深创投,国科投资,海尔 11.54亿美元

东方晶源 2014-2
集成电路良率

管理的企业
2022-11-25 深创投,亦庄国投,亦庄互联基金,海尔资本 10.77亿美元

芯擎科技 2018-9
汽车电子芯片

研发商
2022-07-19

红杉资本中国,中芯聚源,越秀产业基金,博原资本,

一汽
10.77亿美元

合见工软 2020-5
半导体芯片设

计服务商
2022-06-01

国家集成电路产业投资基金,中国汽车芯片联盟,

红杉资本中国,IDG 资本,深创投,广汽集团,联发科

MTK

10.15亿美元

截止日期：2022 年 11 月 22 日 数据来源：IT 桔子 © itjuzi.com *估值为测算结果

截止到 2022 年 11 月 22 日，中国芯片半导体行业共有独角兽企业 34 家，其中有

31 家独角兽企业诞生时间集中在 2020-2022 年，2022 年新增独角兽企业 10 家，可以
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看出随资本对该市场的重视，越来越多的企业在拿到巨额投资之后，跃升至独角兽企业。

丽豪半导体：成立 1年荣登独角兽

在 2022 年新增的独角兽企业中，丽豪半导体是用时时间最短的企业，仅用 1 年多的

时间便成为独角兽。

丽豪半导体成立于 2021 年 4 月，主要从事高纯晶硅等半导体材料的工艺技术研发、

生产、销售及相关配套新能源业务。2022 年 9 月在获得由三峡集团旗下长江证券创新投

资、海松资本、中美绿色基金、IDG 资本等多家资本投资的 22 亿元融资之后，成为独角

兽企业。

在此之前，丽豪半导体在成立后的 8 个月便拿到了首笔融资，此次是它的第二笔融资，

两次投资均有 IDG 资本参投。丽豪半导体能在成立后的短时间内接连获得投资，有诸多方

面原因。IDG 资本曾表示，两次投资该企业，与企业执行落地能力有关，丽豪半导体提前

完成投产目标，因此第二次又投资了该企业。据悉，丽豪半导体在成立后的 5 个月，公司

第一炉正品硅料正式出炉，创下了行业内正品硅料出炉的最短时间记录。

此外，从业务方面来看，丽豪半导体从事高纯晶硅工艺的研发，弥补国家高纯晶硅的产

能缺口；从团队来看，核心成员均来自行业龙头企业，同样吸引到资本投资。

航顺芯片：顺为资本、深创投投资，收获 8轮融资

物联网集成芯片研发商航顺芯片，是 2022 年新增独角兽企业中获得融资次数最多的

企业。自 2013 年成立以来，截止到 2022 年 11 月 22 日该公司共收获 8 轮融资，背

后聚集顺为资本、深创投、国科投资等明星投资机构。
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据了解，航顺芯片主要生产车规 SoC+高端 MCU（微控制单元），从国内市场来看，

有关数据显示中国进口 MCU 比例至今高达 90% 以上。在此情况下，主产 MCU 的航顺

芯片在市场获得不错的销售，拥有大量客户，因此也受到资本的关注。

从创始团队本身来看，航顺芯片联合创始人兼 CTO 王翔，此前为华为海思半导体 SOC

设计经理，日本富士通半导体 MCU 部门设计经理；航顺芯片创始人兼董事长兼首席战略

家刘吉平，为深圳信息职业技术学院教授，申请发明专利 100 件+。

德尔科技：2年收获超 30亿元融资

根据已公开披露的融资数据显示，在 2022 年新晋的 10 家独角兽企业中，德尔科技

是获得融资金额最多的企业。2021 年 8 月在获得首轮 11.8 亿元融资之后，2022 年 9

月获得 20.36 亿元融资，两笔融资总额超 30 亿元。

行业稀缺性永远是吸引资本押注一家企业的重要原因。据了解，德尔科技是国内化工行

业厂商中唯一一家覆盖含氟化工原料全产业链的企业，该企业主要从事化工基础材料、含氟

电子气体、半导体高纯试剂、新能源材料及其它多系列含氟新材料的研发、生产和销售，产

品广泛应用于半导体芯片、LED 芯片、平板显示、通讯光纤、动力和储能电池、特高压输

变电、光伏发电等。

据称，德尔科技制氟装备生产能力居全球第二，同时也是国内极少数实现 G5 级湿电

子化学品系列化、规模化生产的公司之一，为工信部「专精特新」小巨人企业。目前，德尔

科技合作的企业包括三星、英特尔、台积电、国家电网等多家客户。
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从投资人角度看，现在投半导体项目的思路是什么？相关行业投资人给出了这样的回答：

现在投资芯片半导体项目的思路是什么？

从 2022 年整体投融资市场情况来看，对比 2021 年融资数量和融资总额都出现了下降，

不过该行业还是收到了超 1000 亿元的融资，与以往年份相比也处于高位融资。

2022 年中国芯片半导体市场波动严重，一方面在于市场供需方不平衡，部分领域芯片

由“芯片短缺”改为“产能饱和”，致使芯片价格大跌，多家企业市值受到影响蒸发腰斩。

其背后原因在于，中国芯片企业中多数企业以生产电子消费类芯片为主，但受手机等电子产

品的销量下降，芯片需求也随之缩减，受到较大影响。

另一方面，在美国施压下，中国芯片半导体的发展进程受到影响。高端芯片仍旧短缺、

国外先进设备进不来等，都考验着整个市场的耐心。

但就长远情况来看，随智能化生产，越来越多的产品需要芯片支持。并且中国相关工艺

与国外相比还有较大差距，行业上升空间较大，“国产替代”仍旧是一个长远的话题。国外

国家的打压，也使得中国企业在困境中拥有更多的发展机会，可实现对部分市场的占领。
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从投资人角度看，现在投半导体项目的思路是什么？

相关行业投资人给出了这样的回答：

主要围绕“大计算”趋势在投，包括算力、支撑算力的半导体平台，还有应用导向的算

力公司。 未来人工智能、自动驾驶、超算中心等应用，一定需要超大规模的算力来进行支

持，主要会根据各个应用场景来布局相应的大算力芯片，如 GPU摩尔线程、AI 芯片寒武纪、

车载芯片芯驰、自动驾驶芯片黑芝麻等等。 另一方面，ARM架构将是未来主要算力的提供

平台，但应用需求不同时，如何实现多元异构的处理，达到极致性能和功耗比，也是现在投

资的重点。在这个方向我们布局了此芯科技，团队来自 AMD的 SOC 团队，也有苹果的M1

处理器主设计师，对联想的战略意义非常大。 半导体领域在工具平台端要有突破创新，才

能构建起芯片这个生态，目前着重布局 EDA 工具。在模拟芯片领域非常强调整合，EDA 赛

道有个规律是头部三家巨头平均每家都要收购十几家以上的 EDA 软件公司，德州仪器 TI 每

年都会收购。

联想创投高级合伙人——宋春雨
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本报告作者：

本报告内所有图表、文字以及融资数据资料，版权均属于北京岁月桔子科技有限公司所

有，任何媒体、网站或个人未经本单位协议授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发

布、发表。已经本单位协议授权的媒体、网站、在下载使用时必须注明“来源：IT 桔子”，

违者本单位将依法追究责任。

本报告不构成任何投资建议。

IT 桔子是一家新经济创业投资数据库公司，致力于收集一级市场投融资交易事件，及相

关企业、人物、新闻等商业信息，形成结构化数据平台。IT 桔子成立于 2013 年，已经过 4

轮融资，并于 2019 年被华兴资本战略投资。

目前，IT 桔子已经积累了 25万+公司数据，13万+投融资事件，1万+投资机构数据……

IT 桔子致力于通过信息和数据的生产、聚合、挖掘、加工、处理，帮助目标用户和客户节约

时间和金钱、提高效率，以辅助其各类商业行为，包括风险投资、收购、竞争情报、数据定

制、行业分析等。
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推荐阅读：2022 年中国一级市场热门投融资赛道解读系列报告

新能源逆势上扬，VC/PE 年内投资超千亿，诞生了 20 家独角兽！

融资额腰斩但仍有千亿，医疗赛道 2022 年诞生８家独角兽

今年 AI 投资「哑火」，但仍有 24 家 AI 公司获得 1 亿美元+融资

「中国芯」失去吸金能力了？——今年仍收获 1000 多亿融资且诞生

10 家独角兽

今年 694 家资方进入企业服务赛道，有 13 家公司年内拿到

5 亿元+融资

交易数腰斩，金额更是大跌 73%，消费品赛道融资是「昙花一现」

还是「静待花开」？

更多投融资报告，敬请关注 IT 桔子

https://mp.weixin.qq.com/s/L9OY1aN2xUMCKwRG1LUqTA
https://mp.weixin.qq.com/s/8q5q0aKn04VZ17ceD_VPwg
https://mp.weixin.qq.com/s/ON-6VaUUIO_bswUiT6AOtQ
https://mp.weixin.qq.com/s/GoWmME35MDmHUMBo3s8oWg
https://mp.weixin.qq.com/s/GoWmME35MDmHUMBo3s8oWg
https://mp.weixin.qq.com/s/T23Kz3YC06zKW0ITDVJ8Nw
https://mp.weixin.qq.com/s/T23Kz3YC06zKW0ITDVJ8Nw
https://mp.weixin.qq.com/s/HVVJBozWNfO1XNJhcr_0ig
https://mp.weixin.qq.com/s/HVVJBozWNfO1XNJhcr_0ig
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IT 桔子年度重磅报告正在热卖中——

《2022-2023 年中国新经济创业投资分析报告》

2022 是大环境紧张的一年，不确定性倍数增长，一级市场的创业与投资近乎触底：投资

金额较去年下降 48%，其中美元交易额更是暴跌 74%；同时年内仅 197 家投资机构比较活

跃，拿到过融资的公司下降了 26%……我们身处市场谷底。

这一年，我们看到了很多来自一线投资人的自我审视和冷静思考。在过往所有的投资逻

辑、价值体系和方法论被动摇时，找寻我们来时的初心。

2023 年，期待触底反弹。

扫码可直接购买

本报告基于翔实的 itjuzi 数据库、分析师的深度行业洞察，涵盖对中国新经济创投市场募

资、创业、投资、并购、IPO 等方面在 2022 年表现的洞察与解读，有丰富而深入的明星公司

和交易案例解读，以及过往历年的变化趋势观察。

十年记录，十年陪伴，IT 桔子在第十次制作的本报告中——将行业归类优化、数据维度升

级、分析解读加量，全篇报告超 150 页，助力您掌握最新、最全、最一手的中国创投形势。


